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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年2月7日(2008.2.7)

【公表番号】特表2007-515072(P2007-515072A)
【公表日】平成19年6月7日(2007.6.7)
【年通号数】公開・登録公報2007-021
【出願番号】特願2006-545545(P2006-545545)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/82     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/82    　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月14日(2007.12.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集積回路ヒューズであって：
　接合部で接する基体内のＰ型領域とＮ型領域；
　Ｐ型領域とＮ型領域上に在って、接合部を覆う導電層；および
　前記接合部の対向するそれぞれの側に在る、導電層に対する第１と第２の回路接続部で
あって、ヒューズプログラム信号に応答して、前記接合部において導電層を開放するため
に十分な電流を、第１と第２の回路接続部の間の導電層に供給するための前記回路接続部
　を具備する、前記集積回路ヒューズ。
【請求項２】
　Ｐ型領域、Ｎ型領域が、それぞれＰ型拡散、Ｎ型拡散を含む、請求項１に記載の集積回
路ヒューズ。
【請求項３】
　Ｐ型領域およびＮ型領域が、基体内のＮ－ｗｅｌｌに形成される、請求項１に記載の集
積回路ヒューズ。
【請求項４】
　導電層がケイ素化合物の層、金属層またはタングステン層を含む、請求項１に記載の集
積回路ヒューズ。
【請求項５】
　導電層が、電気エネルギーが与えられると接合部を開放するように成形される、請求項
１に記載の集積回路ヒューズ。
【請求項６】
　接合部上に遮蔽体をさらに具備する、請求項１に記載の集積回路ヒューズ。
【請求項７】
　集積回路ヒューズを製造する方法であって：
　接合部で接する基体Ｐ型領域および基体Ｎ型領域を形成すること；
　Ｐ型領域およびＮ型領域上に導電層を形成すること；および
　ヒューズプログラム信号に応答して、前記接合部において導電層を開放するために十分
な電気エネルギーを与えるために、前記導電層を電気エネルギー源に接続すること
　を含む、前記方法。
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【請求項８】
　Ｐ型領域、Ｎ型領域を形成することが、それぞれＰ型拡散、Ｎ型拡散を形成することを
含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　基体内においてＰ型拡散およびＮ型拡散をＮ－ｗｅｌｌに形成することを含む、請求項
８に記載の方法。
【請求項１０】
　導電層を形成することが、ケイ素化合物の層、金属の層またはタングステンの層を形成
することを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　導電層を形成することが、所望のヒューズプログラム条件が提供されるように導電層の
幅および厚さを制御することを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　導電層を形成することが、所望のヒューズプログラム条件が提供されるように導電層の
形状を制御することを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
　導電層を形成することが、所望のヒューズプログラム条件が提供されるようにマスキン
グ層で導電層をパターン化することを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１４】
　導電層を形成することが、接合部にわたって電流密度が向上されるように導電層をパタ
ーン化することを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１５】
　導電層を接続することが、接合部の対向するそれぞれの側にある導電層、Ｐ型領域およ
びＮ型領域に対する接続部を提供することを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１６】
　接合部上に遮蔽体を形成することをさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１７】
　集積回路ヒューズであって：
　基体内においてＮ－ｗｅｌｌに形成され、接合部で接する、Ｐ型拡散およびＮ型拡散；
　Ｐ型拡散およびＮ型拡散上に在って、接合部を覆うケイ素化合物の層；および
　前記接合部の対向するそれぞれの側に在る、ケイ素化合物の層に対する第１と第２の回
路接続部であって、ヒューズプログラム信号に応答して、前記接合部においてケイ素化合
物の層を開放するために十分な電流を、第１と第２の回路接続部の間のケイ素化合物の層
に供給するための前記回路接続部
　を具備する、集積回路ヒューズ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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